
图 4 仪器本体结构示意图
1一测量旋转器 2一反射镜 3一支持套管 4一激光调整筒

5一接收望远镜 6一补偿旋转器 7一偏振分光棱镜 8一硅光电池

过套管内筒一直射向顶部，经二面反射镜偏折透过测量旋转器后再穿过套管内筒回射下来，然

后在机箱里依次经过接收望远镜、补偿旋转器、偏振分光棱镜，最后到达硅光电池。室内外二

部分设备用电缆相连接。

二技术性能和存在问题

测量电流 200 安培(66 千伏)

二次电流 1 安培

测量精度 3如

仪器刚开始在变电所进行中间试验，目前发现的主要问题是激光管供货困难，寿命短;更

换激光管后光路调整需要停电长期稳定性差等。

激光用于集成电路焊接

华中工学院

激光焊接是利用激光束的优良的方向性和高功率密度的特点p 通过光学系统将激光束聚

集于一个小的区域内，形成局部高温，从而使金属熔化焊接起来。

激光集成电路焊接，包括集成电路外引线焊接、管芯(内引线)焊接、封装焊接等三项试验、

研制内容。从 1973 年开始，在领导的关怀指导下，在有关兄弟单位的配合支持下，坚持科研为

生产服务的方向，坚持独立自主、自力更生的方针，实现工人、领导干部、技术人员的三结合，有

力地保证了试验和研制工作的颇利进行。在最过充分实验的基础上，于 1974 年底完成了外引
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线激光焊接机的设计及试制的全部任务。 1975 年 6 月底，初步完成封装激光焊接机的设计工

作，已由有关厂投产试制。集成电路管芯的激光焊

接试验正在继续进行。

经对试验样品的检验，集成电路外引线激光焊

接已达到如下技术指标: (1)焊点承受剪切力在100

克以上 (2) 焊点直径小于 0.5 毫米 (3)焊接速率

每小时 100"， 150 纽工件。

现阶段集成电路引线的焊接，主要是在显微镜

下手工操作。用激光焊接p 为实现生产自动化、半自

动化、屏幕显示提供了保证，可以提高生产效率和成

品率，保护工人视力p 减轻劳动强度。 图 1 集成电路外引线半自动激光焊接机

集成电路封装的主要技术指标是泄漏速率(利用检漏实验)。采用原工艺封装p 泄漏速率
只能达到 10-5 毫升/秒;用激光封装焊接p 泄漏速率可达 10-7 "， 10-8 毫升/秒。既提高集成电

路的使用寿命，同时使成品率大大提高，降低生产成本。实验证明，用激光还可以焊接其他一

些微型件和特殊金属材料。

集成电路外引线半自动激光焊接机用于焊接固体电路蛛网式内引线的外焊点。其组成部

分及相互联系p如因 2 所示。

图 2 激光半自动焊接机的原理方框图

激光器的工作物质为铁玻璃，脉冲方式工作，每个脉冲输出能量约 2 焦耳，脉宽约 2 毫秒，

脉冲能量和陈宽均可调。光学系统由转向棱镜、偏转.光模及聚焦透镜组成，并设有观察和对准

装置。工作台采用滚珠导轨，丝杆传动。控制系统是固体电路的数字程序控制系统。激光电

源系统采用可控硅调压和仿真线储能网络。冷却系统采用亚硝酸铀(或重错酸拥)溶液及自来

水，对激光器进行冷却和滤光。

集成电路外引线半自动激光焊接机是半自动的，人工上料，自动焊接。其工作过程如下:
先将工件装于特制的夹具中(每一夹具中装有五组工件)，而后将夹具放于工作台上p 机器启动

后，即自动进行焊接。每组工件上有 14 个圆周均布的焊点p 由步进电动机驱动偏转光模作间

歇性的国转运动，逐点进行焊接。一组工件焊完后，由步进电机驱动工作台移动，使下一组工

件进入焊接位置。按此秩序焊完五组工件后，工作台自动返回初始位置，机器自动暂停。如发

现有焊接质量不佳的焊点p 可进行选点补焊。
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